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(54) Carte 6lectronique sans contacts et son proc&tt de fabrication 

(57) La carte comporte un support isolant (1) qui 
supporte un enroulement (4) servant d'antenne et un 
circuit int6gr6 (9) reli6 §lectriquement aux extr6mit6s 
(7,8) de renroulemerrt. Selon llnverrtion le support (1) 
comporte, sur une face structure (2), un logement (3) 
sur les parois et le fond duquel passent les spires de 
f'enroulement (4) qui son* fornixes par ailleurs sur la 
face structure Le logement (3) comporte aussi les 
extr6mit6s (7,8) de renroulemerrt et content le circuit 
>rt6gr6 (9) qui est appliqu6 corrtre les spires. Le loge- 
ment (3) est par ailleurs combl6 avec une rGsine de pro- 
tection (14) polym6ris6e, et une feuille en mat6riau 
isolant (15) couvre la face structure (2) & laquelle elle 
est col!6& 

Application & l'6change cfinformations au moyen 
d'une carte aectronique sans contacts. 
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Description 

[0001 ] La prteente invention concerns une carte 6Iec- 
tronique sans contacts, comportant un support de carte 
gectriquement isolant, qui supporte au moins un enrou- s 
lement servant d'arrtenne pour le transfert dlnformation 
par effet inductrf resultant d'un champ 6lectromagn6ti- 
que et un circuit integre reli6 eiectriquement aux extr6- 
mrt6s dudit enroulement. 

[0002] Llnvention concerne aussi un proc6d6 de fabri- w 
cation et d'assemblage d'une telle carte. 
[0003] Depuis quefques ann£es, dans le domaine du 
p6age routier ou de la distribution par exemple, des sys- 
t&mes de support de donn6es utilisarrt des cartes 
magn&iques et des cartes $ectroniques sont devenus is 
d'un usage courant En particulier, un systeme de sup- 
port de donnges trfcs commode est ceiui des cartes 
eiectroniques sans contact qui per met d'6mettre et de 
recevoir des signaux k distance relativement labia 
Dans ce systeme, des ondes 6lectromagn6tiques, 6mi- so 
ses par un appareil interrogateur qui peut lire et taire. 
provoquent une modification du champ magn&ique k 
proximrte d'une bobine formant arrterme, am6nag£e 
dans un r6pondeur, qui est en {'occurrence une carte 
6l6ctronique sans contacts, pour fournir une tension 2s 
indurte dans la bobine formant arrtenne et la tension 
ainsi engendrge est utilis6e comme source de courant 
[0004] Les cartes sans contacts de Tart connu sont 
d'une fabrication assez complexe du fait qu'elles corn- 
portent le plus souvent un module constitu6 par un cir- so 
curt int6gr6 et une bobine gectriquement reli6s, ce qui 
implique une s&ie derations prtelables pour la reali- 
sation du seul module. Avec ou sans module, ces cartes 
sont du type feuillet6, et component trois couches ou 
plus en materiau isolant superposes, afors que leur 3s 
6paisseur est normalis6e k 0,76 mm. La multiplication 
du nombre de couches k assembler rend cette 6pais- 
seur cfiff icile k obtenir avec une borme precision. 
[0005] A titre de carte sans contacts ne comportant 
pas de module support pr6fabriqu6 des dements 6lec- 40 
triques (circuit integrG et bobine) on cite la demande de 
brevet europ6en EP 0 737 935 A2, sauf k consid6rer 
que I'ensemble constitu6 par la couche 1 qui est assez 
mince et qui a la m&me surface que la carte et le circuit 
int6gr6 et la bobine 6 qui lui sont attaches tout en 6tant 4s 
fonctionneJs (voir la figure 1 A de ce brevet) constituent 
un module. On notera que, dans ce pseudo module la 
bobine s'6tend dans un mftme plan qui est le plan sup6- 
rieur de la couche 1 . Pour terminer la carte af in que les 
6l6ments 6lectriques soient prot6g6s il est encore so 
n6cessaire d'appliquer selon toute la surface de la cou- 
che 1 une couche de mattriau central isolant k l'6tat 
pftteux 9 pour noyer la bobine et le circuit int6gr6 jusqu* 
k obtention d'une surface plane, et encore de recouvrir 
chaque cflte de I'ensemble ainsi obtenu d'une feuille de ss 
protection. 

[0006] Un but de llnvention est de r6aliser une carte 
6Jectronique sans contacts qui ne comporte pas de 



module interm&Jiaire af in de r6duire le nombre d'op£ra- 
tions n6cessaires k sa fabrication. 
[0007] Un autre but de llnvention est de r6duire k 
deux le nombre de couches ou de feuilles de materiau 
isolant n^cessaires k sa fabrication. 
[0008] Ces buts sont atteints et les inconv6nients de 
Cart artterieur sont att6nu£s gr&ce au fait que la carte 
dectronique indiqu6e au premier paragraphe est 
remarquable en ce que ledit support de carte comporte, 
sur une face structure un logement sur les parois et le 
fond duquel passent les spires dudit enroulement qui 
sont form6es par ailleurs sur ladite face structure, 
lequel logement comporte aussi lesdrtes extr6mrtes de 
Penroulement, que ledit logement contient aussi ledit 
circuit int6gr6 contre lesdrtes spires, tent par ailleurs 
combl6 avec une r£sine de protection polym6ris6e ( et 
qu'une feuille en mat&iau isolant couvre ladite face 
structure k laquelle elie est cofl6& 
[0009] Pour I'obtention d'une telle carte SJectronique 
sans contacts, un proc6d6 pr£f6r6 est remarquable en 
ce qu'il comporte les 6tapes survantes : 

- la fabrication d'un logement dans ledit support sur 
une face dite face structure, 

- ''application, par une technologic MID (Moulded 
Interconnexion Devices en anglais), sur ladite face 
structure des spires dudit enroulement qui pas- 
sent sur les parois et le fond dudit logement, ce der- 
nier comportant aussi les extr6mit6s de 
Penroulement, 

- la mise en place, dans ledit logement ducft circuit 
int£gr6, 

- la realisation des connexions dectriques reliant les 
contacts du circuit int6gr6 aux extr6mit6s dudit 
enroiiemerrt, 

- le comblement dudit logement avec une rteine de 
protection qui est ensurte porym6ris6e, 

- Papplication par collage d'une feuille en matSriau 
isolant contre ladite face structure du support 

[0010] On obtient ainsi en un petit nombre d'op&a- 
tions une carte 6lectronique comportant seulement 
deux couches en materiau isolant et qui r6siste bien 
aux tests de fatigue m&anique. Lutilisation d'une tech- 
nologie MID permet I'application de pistes 3ectriques, 
en une seule 6tape sur un support qui pr6sente un 
relief, en 1'occurrence la face structure du support de 
carte qui comporte un logement dans lequel doivent 
passer les pistes. Dans la technologie MID, on pr6fere 
la technique d'emboutissage (ou estampage) k chaud 
de bandes m&alliques, dite "hot foil embossing" en 
anglais. On peut atteindre des resolutions de 200 pm, 
par ce proc6d6 qui est par ailleurs bon marchS et 
s'insdre bien dans une chaine d'assemblage. 
[0011] Pour P6tape de realisation des connexions 
dectriques qui relient les contacts du circuit int6gr6 aux 
extr6mrt6s de Penroulement, plusieurs solutions sont 
envisageables. 
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[0012] Un mode de realisation pr£fer6 de cette etape 
consiste en collage par code non conductrice du circuit 
int6gr6, par sa base, au fond du logement, puis la sou- 
dure de fils conducteurs entre les contacts du circuit 
int6gr6 et les extremites de renroulement s 
[001 3] Un autre mode de realisation pretere de cette 
m6me etape consiste en une technique de montage 
flip-chip du circuit integre, les connexions etant r6ali- 
s6es par soudure, par colle isolante ou par colle con- 
ductrice en des points localises, les contacts du circuit 10 
integre etant munis de surepaisseurs (ou bumps en 
anglais). Selon une autre technique de montage flp- 
chip, les connexions sont reafisees par collage, associe 
k une pression, au moyen d'une colle k conduction 6lec- 
trique anisotrope. k l'6tat de f im pr6form6 ou de pate, is 
les contacts du circuit integre etant d6munis de sure- 
paisseurs. 

[0014] La realisation du logement dans le corps de 
carte peut etre r6alis6e par fratsage mais. de prefe- 
rence, le support de carte est realise, avec son loge- 20 
ment, selon une technique de moulage par injection et 
peut comporter des surepaisseurs au fond du logement 
aux emplacements prevus pour les extremites de 
renroulement 

[001 5] La description qui suit, en regard des dessins 2s 
annexes, le tout donne k litre <f exemple non limrtatrf fera 
bien comprendre comment llnvention peut etre r6ali- 



La figure 1 est une vue en perspective d'une parte 30 
de la carte eiectronique selon llnvention avant 
assemblage. 

La figure 2 est une vue en coupe avec arrachement 
d un premier mode de realisation de llnvention. 
La figure 3 morttre en coupe la structure d*unespire as 
conductrice munie d'une colle reactivate k chaud, 
utilisable pour la realisation d'une carte eiectroni- 
que selon invention. 

La figure 4 montre. en perspective avec arrache- 
ment la creation de surepaisseurs aux extremites 40 
des pistes conductrices qui constituent renroule- 
ment 

La figure 5 montre vu de dessus avec arrachement 
un deuxieme mode de realisation de llnvention. 
La figure 6 est une vue selon la coupe VI-VI de la 45 
figure 5, cette representation etant la m6me que 
pour la figure 2. 

La figure 7 represents par une vue en coupe en 
parte arrachee. le detail d un montage flip-chip pr6- 
fere du circuit int6gre par collage au moyen d'une so 
colle k conduction anisotrope. 

[0016] A la figure 1 est represents le support 1 d'une 
carte eiectronique sans contacts. Le support 1, eiectri- 
quement isolant est muni k sa face superieure 2 dite 55 
structure^ d'un logement 3 et d'un enroulement con- 
ducted 4 comportant plusieurs spires qui s'etendent 
sur la face 2 et qui, selon llnvention, traversers le loge- 



ment 3 en passant sur des parois 5 et sur le fond 6 du 
logement 3. Les deux extremites 7 et 8 de renroulement 
se situent au fond du logement 3. Par ailleurs, il est 
prevu qu'un circuit integre (ou puce) 9 sort colle sur le 
fond 6 et que ses deux contacts 1 1 et 12 soient relies 
eiectriquement aux extremites 7, 8 de renroulement 4. 
Lorsque ces operations sont terminees, le logement 3 
est combie avec une resine de protection 14 (voir figu- 
res 2 et 6) et une feuille en materiau isolant 15 par 
exemple en cWorure de polyvinyle (PVC), est coliee sur 
la face structuree 2 (figures 2 et 6). La feuille 15 pourrait 
aussi etre en polycarbonate ou en ABS. On notera que 
la feuille 15 et le support 1 sont, de preference, consti- 
tues par le m£me materiau. Lorsque le support est 
constitue par de I'ABS ou du polycarbonate, le loge- 
ment 3 y est realise par moulage par injection et lorsqull 
est en PVC, par lamage. 

[0017] L6paisseur du support 1 et de la feuille 15, et 
la prcfondeur du logement 3 sont chotsies de fagon telle 
que le circuit imprime 9 se trouve sensiblement k rri- 
epaisseur de la carte eiectronique sans contacts, c'est- 
£-dire sur la ftore neutre, de fagon k bien resister aux 
contraintes de flexions de la carte, lors de son utilisa- 
tion. De preference, les parois laterales 5 du logement 
sont legerement indinees. Le support 1 est realise, 
avec son logement 3, de preference par moulage par 
injection d'une matiere thermoplastique telle que de 
I'ABS, ou du polycarbonata II peut aussi etre realise en 
PVC, auquel cas le logement 3 est obtenu par usinage. 
Le logement 3 doit avoir une prodondeur telle qu'une 
epaisseur de plastique suff isante, superieure k 200 ujn, 
sort laissee, en fond de carte pour gvrter une cassure 
dudit fond de carte et proteger la puce eiectronique. 
[0018] Divers proc6d6s peuvent etre utilises pour soti- 
dartser les spires de renroulement 4, essentiellement 
en curvre au support 1. Certains de ces precedes sont 
decrits plus loin. Un choix est aussi possible entre plu- 
sieurs precedes pour la realisation des connexions 
eiectriques reliant les contacts du circuit integre mis en 
place dans le logement auxcftes extremites de renrou- 
lement 4, au fond du logement, ce qui conduit k plu- 
sieurs modes de realisation de llnvention. 
[001 9] Le mode de realisation, dassique, represents 
k la figure 2, consiste k mooter le circuit integre 9, colle 
par sa base au moyen d'une couche pofymerisable 16, 
generalement une colle epaxy, au fond du logement 3, 
puis k souder des ffls conducteurs 1 7, par exemple en 
or ou en aluminium, entre les contacts 1 1, 12 du circuit 
integre 9 et les extremites 7, 8 de renroulement 4. 
Divers precedes de montage et de c&biage du circuit 
integre sont bien connus de I'homme du metier et 
decrits dans de nombreuses publications, parmi les- 
quelles on peut crter les brevets FR 2 439 438, FR 2 548 
857, EP0116148.fr 2 520 541. 
[0020] Pour ce qui est du cSWage par soudure de fits 
conducteurs, des fils d'or ou d'aluminium peuvent etre 
utilises, quoique le fil d'or sort pref6r6 pour des ques- 
tions de rapidite (le precede thermosonique utilise pour 
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la soudure des f fls d'or est 3 k 4 fois plus rapide que la 
soudure des fils d'aluminium). Cette operation est la 
plus delicate du proc6d6 cTassembfage car elle n6ces- 
srte un pr6chauffage du support plastique. Comme il 
n'est pas souhartable que ce prechauffage exc£de la 
temperature de transition vitreuse Tg du support plasti- 
que (risque de deformation), il est preferable d'utiliser 
des cartes realisees dans des materiaux k fort Tg (poly- 
carbonate. ABS, composes ABS-PVC, ou composes 
ABS-pdycarbonate). 

[0021 ] Apres montage et collage de la puce, I'opera- 
tion de remplissage du logement 3 peut &tre realisee 
par un proc6d6 simple dit de potting en anglais et qui 
consiste en le d£p6t d'une goutte de resine 14 dans le 
logement 3. Af in cfcbtenir une surface externa plane, on 
utilise de preference des resines k trfcs faible viscosite, 
telle par exemple la resine referenc6e 931-1 de la 
societe americaine ABLESTICK. Cette resine doit pos- 
seder une haute purete ionique et presenter une bonne 
resistance k I'absorption d'eau afin de proteger la puce 
eiectronique de fagon efficace au cours des teste dima- 
tiques. Aprds application dans le logement, la resine est 
polymerisee, ce qui constitue I'avant derni&re etape du 
proc6d6 de fabrication et d'assemblage selon Hnven- 
tion. 

[0022] La demiere etape consiste en le collage par 
laminage, d'une feuille en PVC 15 sur la face structuree 
2 du support 

[0023] Les precedes preferes pour I'application des 
spires de I'enroulement 4 sur le support 1 sur une sur- 
face non plane, dite 3D, sont : 

remboutissage k chaud d'une configuration de pis- 
tes (spires) collates, dit Hot Foil Embossing en 
anglais, 

- le procede de tampographie. suivi d'une metallisa- 
tion par autocatalyse, 

- la realisation de pistes par lithogravure obtenue k 
partir dtiologrammes laser ou de masques tridi- 
mensionnels. 

[0024] Par mi ces trois proc6des les deux premiers 
sont bien connus et 6prouves, assez 6conomiques, 
mais ne permettent pas d'obtenir une grande resolution 
pour la realisation des pistes. Lorsqu'une grande reso- 
lution est requise, le troisieme procede. plus precis, 
peut etre utilise. 

[0025] Les techniques de tampographie et de lithogra- 
vure sont companies avec la creation de surepais- 
seurs aux extremrtes 7, 8 de renroulement, realisees au 
tbnd du logement tors du moulage par injection du sup- 
port 1. 

[0026] Concemant le proc6d6 d'emboufesage (ou 
encore d estampage) k chaud, on peut crter k titre 
d'exemple le contenu du brevet EP 0 063 347. Avec un 
cycle thermique d'une duree de I'ordre de 2 s, une con- 
figuration de pistes metalliques de 12 k 70 jim d'Spais- 
seur peut Gtre appliqu6e contre le support de carte, k 



I'endroit du logement 3 dont la forme est con$ue k cet 
effet, e'est^-dire avec parois inclinees de preference, la 
pression d'application etant de I'oidre de 80 N/mm 2 et la 
temperature de I'ordre de 200°C. A cet effet, les feuilles 
5 d'estampage k chaud qui comportent les configurations 
de pistes ont la structure representee k la figure 3 : une 
ou plusieurs couches de code reactivate k chaud 21 
(generalement k base de phenols) ayant une epaisseur 
de 1 k 4 urn, une couche de cuivre 22, assez ductile, 
10 (fepaisseur comprise entre 12 et 35 pm, et eventuelle- 
ment une couche 23 d etain ou de nickel de quelques 
nm d'epaisseur. La parte de la feuille qui n'est pas 
estampee peut ensuite &re otee k partir dune station 
d'enroulement avec du ruban adhesif. 
is [0027] Par le procede de tampographie, avec une 
duree de cycle de 2 s, une laque contenant du palla- 
dium peut etre imprimee contre le support de carte 1, 
contre les parois et le fond du logement 3 et autour de 
ce dernier sur la face 2, selon le dessin requis pour la 
so configuration des spires metalliques k creer k cet 
endroit La qualite de llmpression est bonne, puisqu' il 
est ainst possible d'obtenir une precision de I'oidre de 
50 jim pour la largeur des pistes conductrices aussi 
bien que pour la distance de separation entre pistes. 
25 [0028] La laque contenant du Pd, qui constitue un 
catalyseur et qui est d6pos6e aux endrotts adequate sur 
le support 1, est ensuite chauffee k 100°C. Puis une 
metallisation (cuivre ou nickel), par autocatalyse est 
effectuee. cette demiere operation etant depuis kmg- 
30 temps cormue et maltrisee : le cuivre (nickel) ne se 
depose, sur le support 1, qu'aux endrorts ou du cataly- 
seur est present. Lepaisseur de cuivre depose est com- 
prise entre 1 et 10 jim. Le principal avantage de ce 
procede eiectrochimique de metallisation est que plu- 
35 sieurs milliers k plusieurs tizaines de milliers de cartes 
peuvent dtre traitees en m§me temps, plongees ensem- 
ble dans un m£me bain, en I'espace de quelques heu- 
res. 

[0029] Lorsqu'une plus grande precision est neces- 
40 saire, pour le dessin des pistes conductrices dans le 
logement 3, il est possible d'utiliser un procede de pho- 
tofithographie, plus coOteux que les precedents. Cette 
technique est la transposition de la technique de photo- 
lithographie classique, pour la metallisation de surfaces 
45 planes, k la metallisation de surfaces gauches, en 
('occurrence les parois et le fond du logement 3 et ses 
abords immediate sur la face 2 du support. Pour cela, 
une technique connue de mise au point par masques 
3D ou hologramme laser a ete eiaboree, qui consiste k 
so realiser llmage des pistes en 3D sur une surface qui 
coincide avec celle du logement, ce qui permet cfcbte- 
nir la polymerisation d'un vemis seulement aux endroits 
voulus sur la surface du logement 
[0030] Par exemple, un proc6d6 semi-addrtrf peut etre 
55 utilise pour la realisation des spires. Ce procede, actuel- 
lement utilise dans les principaux pays devefoppes, 
consiste k effectuer un traitement du support plastique 
pour ameiiorer I'adherence d'un d6p6t metallique, du 
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cuivre de preference, sur lequel on fait ensuite croTtre 
des couches de contacts eiectriques en utilisant un 
masque de photoresist. Aprfcs exposition, te masque et 
les couches autour des contacts sortt eiimines. Ce pro- 
cede permet done des metallisations sur des supports 
non plans en utilisant des masques 3D ou des techni- 
ques au laser (generation d' hologrammes), et procure 
une resolution de I'ordre de 50 jim. Au moyen des diffe- 
rents precedes de metallisation pr6crt6s, les contacts 
eiectriques ne sort plus supportes par un fim, comme 
dans Tart anterieur, mais par le support de carte lui- 
m§me. De plus, les operations de traversee d'un mat6- 
riau isolant, pour letablissemert des contacts ne sort 
plus necessaires. 

[0031] Outre la technique de montage dassique 
representee k la figure 2, une technique de montage 
flip-chip decrite ci-dessous est preferea Pour cela. les 
extrerrdtes 7, 8 de Penroulement 4 peuvent comporter 
des surepaisseurs dont la configuration est symetrique 
(par rapport k un plan) de cede des contacts de la puce 
avec lesquels elles doivent cooperer. De telles sure- 
paisseurs, representees schematiquement en 25 k la 
figure 4, sort realisees de preference lors du moulage 
du support de carte 1 : leur forme pert etre cyl indrique 
comme represertte k la figure 4, ou avoir ('aspect d*une 
calotte spherique, et leur hauteur est de quelques dizai- 
nes de nm. La metallisation des surepaisseurs pert etre 
effectu6e en meme temps que ceile des spires de 
I'enroulement 4 par les procedes de tampographie ou 
lithogravure indiques plus hart. 
[0032] Selon des procedes connus, classiques, en 
technique de montage flip-chip, les contacts du circuit 
integre p en aluminium doivent. prealablement au mon- 
tage, etre munis de surepaisseurs, en or ou en cuivre 
r6al sees par depot galvanique, (ce qui implique une 
operation de reprise delicate du circuit integre apres sa 
fabrication) ou par soudure de "tetes de clous" en or a 
Taide (fun 6quipement de soudure or thermosonique 
dassique. Pour le mortage, s'agrssant de solidariser 
par paires les surepaisseurs de la puce et celles des 
extremites de renroulemert avec etablissement d'un 
bon contact eiectrique, plusieurs procedes sort k dispo- 
sition : le chauffage rapide de la puce associe k une 
pression, ce qui r6sulte en un brasage pour chaque 
paire de surepaisseurs ; ou bien ('application d'une 
pression associee k une vibration uttrasonore k 60 kHz 
indurte par la presse qui supporte la puce (connue 
depuis longtemps pour la soudure de f Is conducteurs). 
Un troisieme procede de connexion consiste k utiliser 
de la code conductrice, par exemple une colle epoxy 
chargee k 70 % d'argert, prealablement deposee sous 
forme de gouttelettes calibr6es, ponctuellemert, sur les 
surepaisseurs aux extremites 7, 8 de renroulemert 4, 
ou sur les surepaisseurs du composant par immersion 
desdites surepaisseurs dans un reservoir de colle. Ces 
techniques, classiques, sort representees aux figures 5 
et 6, la figure 6 etant la section selon la coupe VI-VI de 
la figure 5. Elles sort decrites plus en detail dans les 



demandes de brevet W0 92/13319 et W0 92/13320. 
Une colle isolarte pert aussi etre utilisee, qui ne n6ces- 
site pas un d6pftt ponctuel sur les surepaisseurs metal- 
liques realisees sur les plages de metallisation du 
5 composant Dans ce cas, une goutte de colle isolarte 
est deposee au fond de la cavite, avant report du com- 
posant Pendant la preporymerisation de la colle, il est 
necessaire d'appliquer une pression sir le composant 
pour obtenir un bon contact ohmiqua 
10 [0033] Une technique prefereede montage ffr>chip, 
quoique plus delicate que celles indiquees au paragra- 
phe precedent, est representee k la figure 7. Dans ce 
cas, I'operation d'eiaboration des sirepaisseurs sur les 
contacts de la puce pert etre economise^ Quart aux 
is extremites des spires conductrices 9 sur le fond 6 du 
logemert 3, elles peuvent toujous comporter des sure- 
paisseurs, de preference, et de preference aussi, de 
forme cyiindrique (25, f igire 4). 
[0034] La colle utilisee est une colle conductrice par- 
20 ticuliere dite anisotrope, d6ja utilisee notammert pour le 
montage en surface de composants passifs. Ce typede 
colle contiert des particules conductrices en faibie con- 
centration. Ces particules, eiastiquement defbrmables, 
dont lediametre estde I'ordre de 10 k 20 urn, permet- 
25 tent une conduction eiectrique lorsqu'elles sort pres- 
sees errtre deux contacts, la colle restart isolarte aux 
endrohs ou il n> a pas de contacts. Des metallisations 
carrees de 100 \im de c6t6 avec des espacements de 
100 joti sort compatibles avec rutilisation de ces colies 
30 en ce qui conceme I'aspect conduction (densite de par- 
ticules se trouvant sur la metalOsation au moment du 
collage -il fart en effet compter plusieurs particules, plu- 
tdt qu'une seule, qui serait theoriquemert suffisartte, 
pour retaWissement <fun bon contact-) et ne pr6sertert 
35 pas de risque de court-circuit ertre pistes conductrices. 
Ces colles sort actueDemert disponibles sous forme de 
film (fabriquees par la sodete americaine 3M, ou la 
societe japonaise HITACHI) ou sous forme de pates 
(fabriquees par les societes des Etats-Unis d'Amerique 
40 AU et ZYMET, ou allemande LCD MIKROELECTRO- 
NIC). Des versions polymerisables au rayonnement 
ultraviolet sort disponibles. Pour la mise en oeuvre de 
(Invention, la colle anisotrope sous forme de pdte est 
pr6f6r6e k celle sous forme de film. On notera que, pour 
45 ("utilisation de cette technique de connexion, un com- 
promis doit etre trouv6 ertre retablissemert cfune 
bonne conduction eiectrique au niveau de chaque con- 
tact de la puce et I'absence de courts-circuits dQs k des 
agglomerats de particules ertre pistes. A contraintes de 
so dimensionnement des contacts egales, ce compromis 
est d'autart plus facile a r6aliser dans la mesure ou il 
est possble d'augmenter la concentration en particules 
tort en cfiminuant leur taille. Mais pour que cette diminu- 
tion de taille sort possible, il fart arriver a obtenir une 
55 bonne planeite de ('ensemble des extremites des pistes 
sur le fond 6 du logemert (celle des contacts du circuit 
integre etant par ailleurs acquise). Un autre element 
favorable a I'absence de courts-circuits ertre pistes est 
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la precision qull est possible d'obtenir pour la configura- 
tion des extremites des pistes et pour le posftiorviement 
correct du circuit integre lore du collage : une bonne 
precision, sous ces deux demiers aspects, permet de 
rendre les extremites de pistes plus fines et done cTaug- s 
menter la distance entre spires, ce qui diminue la proba- 
bility de courts-circuits. 

[00351 La figure 7 montre le detail des connexions par 
colle anisotrope. On a repr6sent6 le circuit int6gr6 9, 
avec l*un de ses contacts 11 en regard de I'extr6mit6 7 w 
de I'enroulement et une couche de passivation superf i- 
cielle31 entre les contacts 11 et 12 ; le fond 6 du loge- 
ment dans le support de carte 1, est muri des 
extremites de pistes 7, 8, qui ne component pas de 
surSpaisseurs en I'occurrenca Par collage, accompa- is 
gn6 d'une certaine pression, des particules conductri- 
ces telles que 32 ont ete emprfeonn6es dans la colle 33 
puis comprim6es entre les paires de contacts 7 et 11. 
D'autres particules. telles que 34 sort situees en dehors 
des contacts et ne participent & aucune conduction 20 
eiectrique. Pendant roperation de collage le circuit int6- 
gr6 a §t6 pr6positionn6 de fagon 4 ce que ses plages de 
metallisation (contacts) et les extremites de I'enroule- 
ment 4 (avec ou sans sur6paisseurs) soient en sii>s- 
tance alignees. Une goutte de colle anisotrope a ete 25 
d6pos6e au fond du logement puis le circurt int6gr6 a 
6t6 depose et press6 sur la code. La polymerisation de 
la colle a ensurte ete effectu6e, soft a I'akJe d'un four, 
soft par un systfcme UV (dans le cas de resines reticula- 
blesauxUV). ^ 
[0036] CommedejddecritckJessus en referenced la 
figure 2. le logement 3 a ete ensurte rempli (non repre- 
sent6) par un simple precede de potting. La simplicity 
de cette operation permet I'utilisation de syst6mes rem- 
plissant plusieurs logements a la fois et done I'obtention as 
de capacites de production eievees par 6quipemert. La 
resine utilise© est de preference une resine de haute 
purete ionique offrant une bonne resistance & I'absorp- 
tfcn tfhumicfite et protegeant efficacement la puce de 
circuit integre lots des flexions et des torsions de la 40 
carte. 

[0037] II taut noter que remploi d'une colle pour le col- 
lage de la puce et d'une r6sine de protection compati- 
bles et poss6dant le mftme mode de polymerisation 
(thermique ou UV) permet de reaiiser les operations de 4s 
collage de la puce et le remplissage du logement avec 
le mfime 6quipement. La sequence des operations est 
alors la suivante : 



seul equipement permet de reaiiser Hntegralite du 
montage. 

ID038] Apres polymerisation de la resine qui comble 
le logement 3. la derniere operation consiste, comme 
pour le mode de realisation de la figure 2, & coller une 
feuille en mat6riau isolant, en PVC, polycarbonate ou 
ABS, de preference, sur fa face structuree 2 du support 
1. Cette operation peut Gtre effectuee par laminage a 
froid ou a chaud. 

[0039] II est avantageux de reaiiser plusieurs cartes 
sur un mftme support en forme de feuille ou en forme de 
bande, de reaiiser toutes les operations precttees, 
juscjj'au collage par laminage de la feuille en PVC, puis 
d'obtenir les cartes par d6coupe a la presse a partir de 
ce support oommun. 

[0040] En ce qui concerne la realisation de sur6pais- 
seurs (ou bumps) sur les contacts du circuit integre pour 
le mode de realisation de la figure 6 (montage ffip-chip 
classique), plusieurs options sort possibles : 

croissance par 6lectrod6position 
- croissance par evaporation 



- impression 
soudure 

Les quatre premiers proc6d6s indiques ct-dessus ont 
deux defauts : 

- coOts trop eieves pour les circuits integres utilises 
pour les cartes eiectroniques, 

- insertion difficile dans une chatne d'assemblage. 
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collage de la puce, 

remplissage du logement & I'aide d'un dispenseur 
de resine monte sur I'amenage de l*6quipement de 
collage, 

polymerisation simuftanee de la colle anisotrope du 
circuit integre et de la resine d'enrobage. Dans ss 
cette 6ventualit6, il est recommande toutefbis de 
pr6polymeriser la colle anisotrope avant son appli- 
cation sur le fond du logement. Dans ce cas, un 



IP041J Le precede pref6r6 est celui de la soudure de 
surepaisseurs par un precede de soudure f il thermoso- 
nique classique, & effectuer sur les plaques de circurt 
integre avant sdage de celles-ci. 
[0042] On notera que la carte eiectronique sans con- 
tacts pourrait comporter deux bobines dont rune pour 
ralimertation eiectrique et I'autre pour rechange de 
donnees. Llnvention reste applicable dans ce cas, les 
spires des deux bobines traversant le logement pour le 
circuit integre et les extr6mit6s des deux bobines etant 
situees au fond du logement. A noter aussi que rinven- 
tion est applicable & une carte mixte e'est-a-dire qui 
comporte & la fois des contacts pour transmission 
dlnformation par voie galvanique et au moins un enrou- 
lement pour transmission dlnformation par voie eiectro- 
magnetique. 



Revendications 

1. Carte eiectronique sans contacts, comportarrt un 
support de carte eiectriquement isolant, qui sup- 
ports au moins un enroulement servant cfantenne 
pour le transfert cfinformation par effet inductif 
resultant d'un champ 6lectromagn6tique et un cir- 
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2. 



cuit irrt6gr6 refie eiectriquement aux extr6mit6s 
dudit enroulement, caracteris6e en ce que (edit 
support de carte comporte, sur une face structures, 
un logement sur fes parois et le fond duquel pas- 
sent les spires dudit enroulement qui sont form6es 5 
par ailleurs sur ladrte face structur6e, lequel loge- 6 
ment comporte aussi lesdrtes extr6mit6s de lenrou- 
lement, que fedit logement contient aussi ledit 
circuit int6gr6, contre lesdrtes spires. etant par 
aflleurs combie avec une resine de protection poly- w 
m6ris6e, et qu'une feuille en materiau isolant cou- 
vre ladrte face structure & faquelfe elle est coliee. 

Proc6d6 de fabrication et d'assemblage de carte 
6Jectronique sans contacts, comportarrt un support is 
de carte eiectriquement isolant, qui supporte au 7. 
moins un enroulement inductrf servant d'antenne et 
un circuit int6gr6 reli6 eiectriquement aux extr6mi- 
t6s dudit enroulement. caract6ris6 en ce qull com- 
porte les etapes siivantes : 20 



fa fabrication d'un logement dans ledit support 
sur une face dite face structure^ 
Tapplication, par une technologie MID {Moul- 
ded Interconnexion Devices en anglais), sur 25 
ladite face structure des spires dudit enroule- 
ment qui passent sur les parois et le fond dudit 
logement ce dernier comportarrt aussi les 
extr6mites de Tenroulement 
la mise en place, dans ledit logement dudit cir- 30 
curt integre, 

la realisation des connexions eiectriques 
reliant les contacts du circuit integre aux extr6- 
mit6s dudit enroulement 

le (xxnblernent dudit logement avec une r6sine 35 
de protection qui est ensuite polym6ris6e, 
Tapplication par collage d'une feuille en mat6- 
riau isolant contre ladite face structure du 
support. 



8. 



selon une technique de moulage par injection et 
comporte des sur6paisseurs au fond du logement 
aux emplacements pr6vus pour les extremites dudit 
enroulement 

Proc6d6 de fabrication et d'assemblage selon Tune 
des revendications 2, 3 ou 5, carad6rise en ce que 
ladite etape de realisation des connexions eiectri- 
ques consists en une technique de montage flp- 
chip du circuit integre, lesdrtes connexions etant 
r6alrs6es par soudure, par colle isolante, ou par 
colle conductrice en des points localises, les con- 
tacts du circuit integre Start munis de surepais- 
seurs. 

Proc6d6 de fabrication et cTassemblage selon Tune 
des revendications 2. 3 ou 5. caract6ris6 en ce que 
ladite etape de realisation des connexions eiectri- 
ques consists en une technique de montage flp- 
chip du drcuit integre. lesdrtes connexions etant 
realisees par collage, assode & une pression. au 
moyen d'une colle k conduction eiectrique aniso- 
trope k Tetat de film preibrme ou de pate, les con- 
tacts du circuit int6gr6 etant demunrs de 
surepaisseurs. 

Proc6d6 de fabrication et d'assemblage selon la 
revendication 7. caract6ris6 en ce que ladite colle k 
conduction eiectrique anisotrcpe est prepolymeri- 
s6e avarrt Tetape de realisation des connexions 
eiectriques et que sa polymerisation finale est 
simultan6e k celle de ladite resine de protection. 

Carte 6lectronique sans contacts obtenue par le 
procede selon Tune des revendications 2 a 8. 



Procede de fabrication et d'assemblage selon la 
revendication 2 selon lequel T6tape d'application 
des spires dudrt enroulement sur ladrte face struc- 
tur6e consiste en le collage par pression k chaud 
des spires munies d'une colle activable k chaud. 

Procede de fabrication et d'assemblage selon la 
revendication 2 ou 3, caract6ris6 en ce que ladite 
«ape de realisation des connexions eiectriques 
consiste en le collage par colle non conductrice du 
circuit integre. par sa base, au fond dudit logement 
puis fa soudure de f ite conducteurs entre les con- 
tacts du drcuit integre et les extr6mites dudit enrou- 
lement. 

Proc6d6 de fabrication et d'assemblage selon la 
revendication 2 ou 3. caracterise en ce que ledit 
support de carte est realise, avec son logement 
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